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DODATOK c. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUT PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
C. 311/2023-2060-4231-00002
uzavrety podl'a § 269 ods. 2 zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov
a podla § 14 zakona c. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d'alej ako ,Dodatok")

medzi
Vykonévatel’:
Nazov: Urad podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre Plan obnovy a znalostnii
ekonomiku
Sidlo: Tomasikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
ICO: 56 565 321
(dalej ako ,Urad podpredsedu vlady SR")
v zastupeni:
Nazov: Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky
Sidlo: Mlynske nivy 44/a, 827 15 Bratislava
ICO: 00 686 832
Konajiica osoba: PhDr. Boris Huslica, generalny riaditel' sekcie europskych programov, v zmysle

Podpisoveho poriadku Ministerstva hospodarstva SR
(d'alej ako ,Sprostredkovatel™)
na zaklade splnomocnenia obsiahnuteho v Zmluve ovykondvani casti dloh Vykonavatela
Sprostredkovatelom pre komponent 9 Planu obnovy: Efektivnejsie riadenie a posilnenie financovania

vyskumu, vyvoja a inovécii uzatvorenej pod c. 862/2022, reg. ¢. MH SR: 217/2022-2060-4250

(d'alej ako ,Vykonavatel™)

a
Primate!:

Nazov: Continium Technologies s.r.o.

Sidlo: Moyzesova 1038/24, 040 01 Kosice - mestska cast’ Stare Mesto
ICO: 53 614 836

Konajiica osoba: Ing. Jozef Bujnovsky, konatel

Postova adresa: Ing. Jozef Bujnovsky, Zaleska 19/A, 90028 Ivanka pri Dunaji

(dalej ako ,Pri mate!”)

(Vykonévatel' a Prijimatel’ sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznacuju dalej spolocne a ako ,zmluvne strany" a kazdy z nich jednotlivo len ako
,Zmluvn strana")

PREAMBULA

(A) Zmluvne strany uzatvorili dna 29.11.2023 Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti pod ¢. 311/2023-2060-4231-00002 v zneni dodatku ¢. 1 zo dna
12.11.2024 (dalej ako ,Zmluva"). Predmetom Zmluvy je spolufinancovanie Prijimatelom realizovaneho
projektu s nazvom: Development of a chip-integrated wireless receiver for 5G/6G base stations
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(BTS)based on high-frequency digitalization of broad-band, lowest-power A/D-Converters, kod
Projektu: 09105-03-V01-00002 (d'alej ako ,Projekt")

(B) Na zaklade § 40ay zakona c. 575/2001 Z. z. o organizacii cinnosti viady a organizacii Ustrednej statnej
spravy v zneni zakona c. 201/2024 Z. z. doslo k formalnej zmene Zmluvy spocivajicej v zmene
v subjekte Vykonavatela na zaklade vseobecne zav&zneho pravneho predpisu v sillade s cl. 10 ods. 3
pism. a) VZP z povodneho Uradu vlady Slovenskej republiky - Urad podpredsedu vlady, ktory neriadi
ministerstvo, na Urad podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre Plan obnovy a znalostnii ekonomiku.

(C) Zmluvne strany sa v zmysle clanku 7 ,ZAVERECNE USTANOVENIA" ods. 7.2 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu dohodli na nasledovnych zmenach Zmluvy, ktore si predmetom tohto
Dodatku v clanku I. Zmluvne strany sa dohodli aj na dalsich stivisiacich Upravach svojho zmluvneho
vzt'ahu uvedenych v clanku Il. a Ill. tohto Dodatku.

CLANOKI. PREDMET DODATKU

Zmluvne strany sa vzajomne dohodli, ze text Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa tymto
Dodatkom meni a dopina nasledovne:
11 Natitulnej strane Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa oznacenie Vykonavatela nahradza
a znie nasledovne:
.Nazov: Urad podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre Plan obnovy a znalostnii ekonomiku
&dlo: Tomasikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
ICO: r 56565 321
(d'alej ako ,Uradpodpredsedu vlady SR**.

1.2V clanku 1,UVODNE USTANOVENIA" ods. 1.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa prva
veta dopina a znie nasledovne:
,Pojmy pouzite v tejto Zmluve si definovane v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
vo VZP, vPravnom ramci a/alebo v Zavdznej dokumentacii. Zmluvujepotrebne vykladat'so zreteiom
a vnadvéznostina Pravnyramec, Vyzvua Zavédznu dokumentaciu®

1.3. V clanku 1,UVODNE USTANOVENIA" ods. 1.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa text:
,Uradu vlady SR' nahradza textom: ,Uradupodpredsedu vlady SR".

1.4 Do clanku 3,VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU" Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa vklada novy ods. 3.9, ktory znie:
»3.9  Prijmatel’ sa zavdzuje, ze poskytnutm alebo pouzitm Prostriedkov mechanizmu neddjde
k poruseniu restriktivnych opatren alebo sanken EU, k poruseniu inych sanken alebo obdobnych
opatrem, k dodrziavaniu ktorych sa SR zaviazala, anik poruseniu zakona c. 289/2016 Z. z. o vykonavani'
medzinarodnych sanken a o doplnen zakona c. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investicnych
sluzbach a o zmene a doplnen niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v znen neskors'ich
predpisov. Vpnpade porusenia uvedenych povinnostiide o podstatne porusenie Zmluvy podia clanku
11 vzp"

1.5 V clanku 6 ,DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA" Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa ods.

6.5 nahradza nasledovnym znenim:

,6.5 Prijmatel’ berie na vedomie, ze realizacia Predmetu Projektu prebieha v silade so Zmluvou

a s Kladne posudenou ziadost'ou o prostriedky mechanizmu prostredmctvom realizacie vyskumno-

vyvojovo-inovacnej fazy a fazy prveho priemyselneho nasadenia, alebojej casti (ak relevantne).

Prijmatel’je povinny a zaroven sa zavézuje:

a) riadne ukoncif realizaciu IPCEI projektu v sillade s Dokumentaciou notifikovaneho projektu,
s vynimkou pnpadu podia ods. 6.14 tohto clanku,

b)  spinif vsetky povinnosti a dodrzaf vsetky podmienky podia Prilohy ¢. 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a zaroven splnif vsetky povinnosti a dodrzaf vsetky podmienky IPCEI
projektu vyplyvajiice z Dokumentacie notifikovaneho projektu, z IPCEIl nariadenia, ako
aj z Rozhodnutia EK o pomoci, s vynimkou pnpadu podia ods. 6.14 tohto clanku, cm nieje
dotknuta povinnosf Prijmatela podia cl. 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,
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¢) v stlade s Vyzvou najneskdr k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu dosiahnut vystupy
Projektu (Deliverables) podia Prilohy ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
vychadzajuce z Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a vyvinit maximaine
usilie na dosiahnutie mifnikov (milestones) Projektu,

d)  zabezpedit riadnu realizaciu IPCEI projektu v silade so Zmluvou tak, aby Vystupy a ciele IPCEl
projektu mohli byt dosiahnuté najneskér do doby, do kforej bude Prijimatel povinny riadne ukonéit
realizaciu Druhej fazy IPCEI projektu,

e) poCas Realizacie Projektu zniest vykon priebezného (midterm) hodnotenia zabezpeceného
Vykonavatefom. Priebezné (midterm) hodnotenie bude zamerané na postidenie dosahovania
milnikov (milestones) a vystupov Projektu (Deliverables) v stlade s Vyzvou fak, aby Vystupy
aciele IPCEI projektu boli (mohli byt) dosiahnuté najneskdr do ukonCenia realizacie IPCEl
projektu (relevantné v pripade, ak v ¢ase vykonu priebezného (midterm) hodnotenia Prijimatelovi
vznikol nérok na spolufinancovanie Druhej fazy IPCEI projektu z verejnych zdrojov). Predmetom
priebezného (midterm) hodnotenia méze byt aj postdenie pinenia povinnosti a podmienok
vyplyvajucich z Dokumentacie notifikovaného projektu, z Rozhodnutia EK o pomoci, ako
aj z Prilohy &. 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zaroveri je Prijimatel povinny
poskytnut Vykonavatelovi vietku potrebnt stéinnost pri vykone tohto hodnotenia a v suvislosti
s nim. Pnijimatel’ sa fiez zavdzuje pnjat opatrenia v stilade s vysledkami/odporuéeniami fohto
priebezného (midterm) hodnotenia, informovaf o nich Vykonavatela a s ich zohladnenim
zabezpedif Riadnu Realizaciu Projektu a dosiahnutie Ciefa Projektu.

PoruSenie akejkolvek povinnosti podfa tohto odseku 6.5 predstavuje podstatné poruSenie Zmluvy

Zo strany Prijimatela a opréviiuje Vykonavatela na mimoriadne ukonenie Zmluvy v zmysle ¢l 11

VZP.

Plnenie povinnosti Prijimatela podfa relevantnych ustanoveni &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu vyhodnocuje Vykonavatel’ na zaklade:

i) informacii vyplyvajcich z Reportingu,

ii) sprav a informacii, ktoré je podla ¢lanku 5 odsek 8 VZP Prijimatel povinny Vykonavatelovi

ha poZiadanie poskytnut,

iit) priebezného (midterm) a/alebo zaverecného hodnotenia Realizacie Projektu a/alebo

iv) odborného stanoviska Vykonavatefom vybraného experta.”.

V ¢lanku 6 ,DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA® ods. 6.6. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa text ,odseku 6.5 ods. 6.5 i) aZ iv)* nahradza textom ,odseku 6.5 bodov i) az iv)".

V 8lanku 6 ,DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA* Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa ods.
6.8 nahradza nasledovnym znenim:;

,0.8 Po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu sa Prijimatel’ zavédzuje zniest vykon zavere¢ného
hodnotenia zabezpebeného Vykonavatefom. ZavereCné hodnotenie bude zamerané na posidenie
dosiahnutia mifnikov (milestones) a vystupov Projektu (Deliverables) v stilade s Vyzvou za ticelom
postidenia skutoénosti, &i Vystupy a ciele IPCEI projektu mézu byt dosiahnuté najneskér do doby,
do ktorej je/bude Prijimatel’ povinny riadne ukonéit IPCEl projekt (relevaniné v pripade, ak v Gase
vykonu zavereéného hodnotenia Prijimatefovi vznikol narok na spolufinancovanie Druhej fazy IPCEl
projektu z verejnych zdrojov). Predmetom zavereGného hodnotenia méze byt aj postdenie plnenia
povinnosti a podmienok vyplyvajicich z Dokumentacie notifikovaného projektu, z Rozhodnutia EK
o pomoci, ako aj z Prilohy & 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zaroveri je
Prijimatel’ povinny poskytnit Vykonavatelovi vSetku sucinnost pri vykone tfohto hodnotenia
av suvislosti s nim.”.

V ¢lanku 6 ,DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA® ods. 6.9. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sav prvej vete text ,fazu prvého priemyselného nasadenia IPCE/ Projektu’ nahradza textom ,Druht fazu
IPCE! Projektuf".

V ¢lanku 6 ,DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA® ods. 6.12. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa na konci vety vypusta text ,/IPCE! projektom &".

1.10 V &lanku 6 ,DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA“ Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa

za ods. 6.12, vkladaju nové ods. 6.13. aZ 6.15., ktoré zneju nasledovne:
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,6.13. Prijimatel sa zavazuje po ukonceni realizacie Prvej fazy IPCEI projektu zrealizovaf Druhu fazu
IPCEl projektu. V tejto suvislosti po vyhlaseni prisluSnej vyzvy na predkladanie Ziadost
0 poskytnutie podpory z verejnych zdrojov alebo iného obdobného dokumentu je Prijimatel
povinny prediozif Ziadost o poskytnutie zdrojov na spolufinancovanie Druhej fazy IPCEI
projektu alebo vykonat iny obdobny tkon do uzavretia takejto vyzvy. Prijimatel sa zavézuje
vykonat v3etky potrebné ukony s odbornou starostlivostou tak, aby spinil podmienky pre ziskanie
podpory apre vznik naroku na spolufinancovanie Druhej fazy IPCEI projektu z verejnych
zdrojov.

6.14. Pnjimatel nie je povinny zrealizovat Druhu fazu IPCEI projektu iba v pripade, ak mu do Siestich
mesiacov od Ukonéenia realizacie Projektu nevznikol nérok na spolufinancovanie Druhej fazy
IPCEI projektu z verejnych zdrojov. Za moment vzniku néroku na spolufinancovanie Druhej fazy
IPCEI projektu z verejnych zdrojov podia predchadzajicej vety sa povaZzuje nadobudnutie
ucinnosti zmluvy o poskytnuti finanénych prostriedkov, pravoplatnost rozhodnutia o schvaleni
Ziadosti alebo akykolvek iny obdobny tkon potvrdzujici vznik takéhoto naroku Prijimatefa.

6.15. Prijimatel je povinny informovaf Vykonavatel'a o skutoénosti, ze:
a) mu vznikol narok na spolufinancovanie Druhej fazy IPCEIl projektu Bezodkladne
od vzniku takéhoto naroku,
b)  mu nevznikol narok na spolufinancovanie Druhej fazy IPCEIl projektu najneskér do 15
dni od uplynutia Siestich mesiacov po Ukonéeni realizacie Projektu.".

1.11 V 8lanku 7 ,ZAVERECNE USTANOVENIA® ods. 7.1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa
text poslednej vety nahradza nasledovhym znenim:
,Za st¢asného redpektovania ochrany osobnosti a osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasuju, ze
Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa nemdzu spristupnit v zmysle prislusnych
ustanoveni zékona o slobode informacii.”.

1.12 V 8lanku 7 ,ZAVERECNE USTANOVENIA® ods. 7.3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa
prva veta textu meni, doplifia a znie nasledovne:
,1ato Zmluva sa uzatvara na dobu uritt a jej tcinnost konci riadnym ukonéenim IPCEI projektu
v stlade s Rozhodnutim EK o pomoci, s vynimkou pripadu podfa ¢l. 6 ods. 6.14 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, kedy ucinnost Zmluvy koni uplynutim lehoty uvedenej v ¢l 6 ods. 6.14
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.”.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze text VSeobecnych zmluvnych podmienok ako Prilohy ¢. 1k Zmluve
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej ako ,VZP*) sa tymto Dodatkom meni a doplfia hasledovne:

2.1 Vélanku 1 ,VSEOBECNE USTANOVENIA® ods. 2 VZP v definicii pojmu ,Deliverables alebo Vystupy
Projektu” v druhej vete sa text ,Clanku 6.9 Zmluvy* nahradza textom ,Clanku 6 ods. 6.9 Zmiuvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu®,

2.2 Vélanku 1 ,VSEOBECNE USTANOVENIA® ods. 2 VZP sa dopiiiaju definicie novych pojmov ,Druha
faza IPCEI Projektu” a ,Prva faza IPCEI projektu” v zneni nasledovne;
,Druha faza IPCEI projektu — Cast IPCE/ projektu, na ktori sa nevztahuje Kladne postdena ziadost
o prostriedky mechanizmu a ktorej realizacia nasleduje po UkonCeni realizécie Projektu, t]. Prvej fazy
IPCE! projektu pri zohladneni ustanovenia ¢l 6 ods. 6.14 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu;*;

,Prvéa faza IPCEI projektu — Cast IPCE! projektu podporené z Prostriedkov mechanizmu v rémci Planu
obnovy a odoinosti v zmysle Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktorej obsahovi
napln pre ucely tejto Zmluvy predstavuje Projekt, tj. Realizacia Projektu;”.

2.3 Vélanku 1 ,VSEOBECNE USTANOVENIA® ods. 2 VVZP sa meni definicia pojmu ,IPCEI projekt” a znie
nasledovne:

JPCEI projekt — projekt, resp. jeho Cast, kfory je suCastou vyznamného projektu spoloéného
eurépskeho zaujmu (IPCEI), v ramci ktorého bolo poskytnutie Statnej pomoci Slovenskou republikou
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notifikovane a Eurdpska komisia o tejto notifikacii rozhodla (Rozhodnutm EK o pomoci). IPCEI projekt
sa pre Ucely tejto Zmluvy sklada z Prvejfazy IPCEIprojektu a Druhejfazy IPCElprojektu. Pre tcely tejto
Zmluvy z obsahoveho htadiska zahrha realizaciu vyskumno-vyvojovo-inovacnej fazy a fazy prveho
priemyselneho nasadenia (ak relevantne);".

V clanku 1 ,VSEOBECNE USTANOVENIA" ods. 2 VZP sa v definicii pojmu ,Pravny ramec" v pism. a)
bod i. nahradza textom:

,Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024
o0 rozpoctovych pravidlach, ktore sa vztahuji na vseobecny rozpocet Unie (pre Gcely tejto Zmluvy len
,nariadenie o rozpoctovych pravidlach’;".

V clanku 1,VSEOBECNE USTANOVENIA" ods. 2 VZP sa v definicii pojmu ,Pravny ramec” v pism. a)
bod v. nahradza textom:

,Vykonavacie rozhodnutie Rady o schvalen postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska
(ST10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (pre ucely tejto Zmluvy len ,Vykonavacie
rozhodnutie Rady");".

V clanku 1 ,VSEOBECNE USTANOVENIA" ods. 2 VZP sa v definicii pojmu ,Rozhodnutie EK
0 pomoci“ text ,implementacie vod*kovych technolégif nahradza textom ,mikroelektronikf.

V clanku 7 ,VLASTNICVO A POUZITIE VYSTUPOV" ods. 1 pism. b) bod v. cast’ A VZP sa text
.minimalne do ukoncenia realizacie fazy prveho priemyselneho nasadenia IPCEI projektu’ nahradza
textom ,minimalne do ukoncenia realizacie fazy prveho priemyselneho nasadenia IPCEI projektu okrem
pnpadu podta cl. 6 odsek 6.14 Zmluvy o poskytnut'i prostriedkov mechanizmd.

V clanku 7 ,VLASTNICVO A POUZITIE VYSTUPOV" ods. 1 pism. b) bod v. cast C VZP sa text ,aby
mohol Realizovat’ Projekt, ako aj IPCEI projekt' nahradza textom ,aby mohol Realizovat’ Projekt, ako
aj IPCEl projekt (okrem pnpadu podta cl. 6 odsek 6.14 Zmluvy o poskytnut'i prostriedkov mechanizmu)".

V clanku 7 ,VLASTNICVO A POUZITIE VYSTUPOV" ods. 2 VZP sa text ,az do Ukoncenia realizacie
fazy prveho priemyselneho nasadenia IPCEI projektu:* nahradza textom ,az do Ukoncenia realizacie
fazy prveho priemyselneho nasadenia IPCEI projektu, resp. v pnpade podta cl. 6 odsek 6.14 Zmluvy
o poskytnut'i prostriedkov mechanizmu az do uplynutia tam uvedenej lehoty:".

V clanku 9 ,REALIZACIA PROJEKTU" ods. 5 pism. I) VZP sa vypiista text i) az iv)".
V clanku 9 ,REALIZACIA PROJEKTU" ods. 10 pism. d) VZP sa vypiista text i) az iv)".

V clanku 11 ,UKONCENIE ZMLUVY" ods. 7 pism. r) VZP sa text ,vyyplyvajicej* nahradza textom
vyplyvajucef.

V clanku 11 ,UKONCENIE ZMLUVY" ods. 7 sa za pism. r) VZP vklada nove pismeno s), ktore znie
nasledovne:

.Realizacia Projektu spdsobom ohrozujiicim dosiahnutie Vystupov a cietov IPCEI projektu najneskor
do doby, do ktorejje/bude Prijmatet povinny ukoncif realizaciu Druhej fazy IPCEI projektu, pnpadne
majiicim za nasledok ich nedosiahnutie, “.

Doterajsie plsmeno s) sa oznacuje ako plsmeno t).

Priloha c¢. 3 zmluvy sa nahradza novym znenlm, ktore tvori prilohu c. 1 tohto Dodatku ako jeho
neoddelitelnu siicast’

Priloha c¢. 4 zmluvy sa nahradza novym znenlm, ktore tvori prilohu c. 2 tohto Dodatku ako jeho
neoddeliteInii siicast’

CLANOK Il.  OSTATNE USTANOVENIA
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1 Ostatne ustanovenia Zmluvy, ktore nie si tymto Dodatkom dotknute, svoj obsah nemenia, zostavaji
zachovane a icinne v doterajsom zneni.

2. Na pojmy, skratky a definicie pouzite v tomto Dodatku sa vztahuji ustanovenia a vykladove pravidla uvedene
v Zmluve, pokial’z clanku I. tohto Dodatku nevyplyva inak.

3. Pravne Ucinky zmien uvedenych v clanku I. tohto Dodatku sa riadia clankom 10 ,ZMENA ZMLUVY" ods. 8
Prilohy c. 1 k Zmluve - VZP. Ustanovenie clanku cl. 10 ,ZMENA ZMLUVY" ods. 12 VZP tym nie je dotknute.

CLANOK Ill.  ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobiida platnost dnom jeho podpisania obhoma Zmluvnymi stranami. Tento Dodatok je podla
§ 5a ods. 1 zakona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o slobode informécn")
povinne zverejnovanou zmluvou a nadobiida dcinnost kalendarnym dnom nasledujiicim po kalendarnom dni
jeho povinneho zverejnenia v Centralnom registri zmllv. Za siicasneho respektovania ochrany osobnosti
a osobnych ddajov Zmluvne strany vyhlasuji, ze Dodatok neobsahuje ziadne chranene informacie, ktore sa
nemozu spristupnit’v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v dosledku coho vyjadruji
suhlas s jeho zverejnenim. Zmluvne strany sa dohodli, ze prve zverejnenie tohto Dodatku zabezpeci
Vykonavatel a o datume jeho zverejnenia informuje Prijimatela.

2. Zmluvne strany sa zavazuji podpisany Dodatok poslat druhej Zmluvnej strane v siilade s clankom 5 Zmluvy.
V pripade listinneho vyhotovenia je tento Dodatok vyhotoveny v 3 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatela a2
pre Vykonavatela. Dohoda Zmluvnych stran k poctu rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Dodatku
dochadza elektronicky v siilade so zakonom c. 272/2016 Z. z. o déveryhodnych sluzbach pre elektronicke
transakcie na vniitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
ako ,zakon o déveryhodnych sluzbach"). V pripade, ak k uzavretiu Dodatku dochadza elektronicky, datumy
podpisov Zmluvnych stran st uvedene pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach Zmluvnych stran,
ak nie je pouzita kvalifikovana elektronicka casova peciatka podla zakona o déveryhodnych sluzbach.

3. Tento Dodatok je neoddelitelnou sticastou Zmluvy.

4. Zmluvne strany vyhlasuji, ze ich vola vyjadrena v tomto Dodatku je slobodna a vazna, text Dodatku si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Dodatok neuzatvarajii v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok
a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu bytviazane tymto Dodatkom Zmluvne strany vyjadruji
svojimi podpismi na tomto Dodatku.

Prilohy:
Priloha c. 1 Vystupy Projektu (Deliverables)
Priloha c. 2 Podrobny rozpocet projektu
Vykonavatel’
v zastupeni

PhDr. Boris Huslica
generalny riaditel sekcie europskych programov

Prij"mate”

v zastiipeni

Ing. Jozef Bujnovsky
konatel

Dodatok podpisany elektronicky podla zakona o déveryhodnych sluzbach.
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por.c.

nazov vystupu:

Proof of massive
parallel chip integration
of ADC-based wireless
receivers with >200MHz
bandwidth in cheap 28-
20nm technology

Proof of massive-
parallel single-chip
integration of multi-
channel ADC wireless
MIMO SDR receiver

typ/druh vystupu:

Chip design
completed: MPW
2. Prototype to be
fabricated in 28-
20nm technology

Multichanel chip
design completed:
MPW 2. Prototype
to be fabricated in
180-130nm
technology

Vystupy (deliverables) projektu:

strucny popis vystupu:

Technical locks: Broadband counteracts low power
ADC, thus novel ADC architecture needs to be
evaluated, multichanel integration challange
Technical challenge to solve the technical locks:
Expertise in broadband Sigma-Delta systems and
design of multi-path broadband amplifiers, novel DAC
in SigmaDelta Feedback, adaptive calibration

Technical challenge to solve the technical locks:
Investigation of ultralow-power (W) design
techniques on lowest possible chip area for interfacing
neuromorphic systems. Chip prototype ready to co-
nitegrate neuromorphic devices from Bizzcom.

obdobie (v mesiacoch) od zaciatku
realizacie projektu potrebne pre
dosiahnutie vystupu:

31

31
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PODROBNY ROZPOCET PROJEKTU

Opravnene vydavky

. . . Jednotkova cena Vecny popis vydavku
Nazov vydavku Kategoria vydavkov Merna jednotka Pocet jednotiek celkom
(EUR) (komentar k rozpoctu)
(EUR)
a) Feasibility studies, costs ofobtaining the permissions Nakladova skupina podl'a struktury Funding gapu
required
. ) . Pnpravna Studia uskutocnitel'nosti k vyberu polovodicovej implementacnej technologii,
f) vydavky na Studie uskutocnitel'nosti vratane . .
o . . . cenove a technicke porovnanie technologiL Porovnajso schvalenym Funding gapom bunka
Feasibility study & chip tech selection pnpravnych technickych studn a vydavky na zfskanie projekt 1 3189,12 3189,12
. ) ) B29 navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v harku Inflation. Vydavok je planovany na rok
povolem potrebnych na realizaciu projektu
2024 a 2025
b) Costs ofinstruments/ equipment Nakladova skupina podl'a struktury Funding gapu
. . . Vydavky spojene s nakupom a instalaciou datovej a CAD farmy severov s prfslusenstvom (e.g.
a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadem
. . . ) . denna archivacia) a potrebnym chlademm. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
Computation/Simulation Server incl. A/C adopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia, projekt 1 29 811,60 29 811,60
. . B31 navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v harku Inflation. Vydavky su planovane na rok
v ktorom sa pouzfvaju na ucely projektu
2024 a 2025.
Vydavky spojene s obstaramm technickej vypoctovej vybavy pre personal v podobe hardwaru
asoftwaru e.g. laptop, monitor, tablet, MS Office balfk vratane Teams licencn, klavesnica,
c)vydavky na iny material, dodavky a podobne . Wifi/5G stick, mobilny telefon, sluchadla/headset, antMrusovy program etc. a ine Porovnaj
W orkstations/Laptops inclbasicSW . projekt 1 59 623,20 59 623,20 . )
produkty potrebne na projekt so schvalenym Funding gapom bunka B32 navysene o prislusnu inflacnu dolozku v harku
Inflation. Vydavky su planovane na rok 2024 a 2025
d) Costs of materials/ supplies Nakladova skupina podl'a struktury Funding gapu

Vydavky spojene s vyrobou polovodicovych cipovych prototypov (vyroba masiek, vyroba

. . . waferov, skladovanie masiek & waferov, rozne vyrobne hold-on opcie, transport), vo
a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadem | . ) o
vybranej polovodicovej technologii e.g. s minimalnou tranzistorovou vel'kostou 28-22-20
MPW prototyping cost (10mm?2 in 28-22-20nm adopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia, projekt 1 173 273,00 173 273,00 . .
) . nanometrov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B40 navysene o prfslusnu
v ktorom sa pouzfvaju na ucely projektu . .
inflacnu dolozku v harku Inflation. Vydavky su planovane na rok 2024, 2025 a 2026

Vydavky spojene s vyrobou polovodicovych cipovych prototypov (vyroba masiek, vyroba
waferov, skladovanie masiek & waferov, rozne vyrobne hold-on opcie, transport), vo

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadem
. . . . vybranej polovodicovej technologii napr. s minimalnou tranzistorovou vel'’kostou 130-180-350
MPW /MLM prototyping cost (10mm?2) in 130-180-350nm adopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia, projekt 1 86 322,50 86 322,50
) nanometrov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B44 navysene o prislusnu
v ktorom sa pouzfvaju na ucely projektu
inflacnu dolozku v harku Inflation. Vydavky su planovane na rok 2024 2025 a 2026

Vydavky spojene so zakazkovym vyvojom puzdier, vyrobou sady cipovych puzdier pre

vyvinute polovodicove prototypy ako isamotnym zapuzdremm (assembly, rezanie waferov)
a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadem ) . . .
. vyrobenych cipovych prototypov pomocou dratoveho bondingu alebo flip-chip kontaktnych
Prototype Packaging adopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia, projekt 1 93 161,25 93 161,25 o . . . .
guliciek. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B46 navysene o prislusnu inflacnu
v ktorom sa pouzfvaju na ucely projektu .
dolozku v harku Inflation. Vydavky su planovane na rok 2024, 2025 a 2026

Vydavky spojene s vyvojom (HW & SW) a vyrobou na mieru vyhotovenej sady meradch alebo

. . . testovadch dosiek sluziacich na evaluaciu a testovanie uzakaznika alebo v laboratoriu,
a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadem
. . . ) . vratane nakupu elektronickych a mechanickych suciastok a ich osadenie na doskach.
Evaluation Board including FPGA adopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia, projekt 1 105 882,13 105 882,13 | ) )
) . Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B47 navysene o prislusnu inflacnu dolozku v
v ktorom sa pouzfvaju na ucely projektu
harku Inflation. Vydavky su planovane na rok 2024, 2025 a 2026

. . . Vydavky spojene s nakupom cipovych soketov/péatfc alebo ineho mechanickeho upevnenia
a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadem
. pre testovanie a meranie polovodicovych cipov na elektonickej doske. Porovnaj so
Chip sockets adopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia, projekt 1 62 107,50 62 107,50 ) ) -
) schvalenym Funding gapom bunka B48 navysene o prislusnu inflacnu dolozku v harku
v ktorom sa pouzfvaju na ucely projektu
Inflation. Vydavok je planovany na rok 2024, 2025 a 2026
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CAD licencie TANNER

Licencie k CAD softveru na vyvojasimulaciu

Remote working cooperation platform

e) Costsforpatents/ intangible assets/ contractual
research

Digital HDL design&FPGA implementation of

postprocessing

Design ofevaluation board

Contractual research with ind. partners

f) Personnel/ administrative costs including overheads

fl) Employees

Personalne vydavky

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadem
adopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia,
v ktorom sa pouzfvaju na ticely projektu

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadem
adopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia,
v ktorom sa pouzfvaju na ucely projektu

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadem
adopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia,
v ktorom sa pouzfvaju na ucely projektu

c) vydavky na iny material, dodavky a podobne
produkty potrebne na projekt

c) vydavky na iny material, dodavky a podobne
produkty potrebne na projekt

c) vydavky na iny material, dodavky a podobne
produkty potrebne na projekt

e) personalne a administratfvne vydavky (vratane
rezijnych nakladov), ktore vznikli priamo v dosledku
vyskumno - vyvojovo - inovacnych cinnostn vratane
tych vyskumno - vyvojovo - inovacnych cinnostj ktore

sa vzt'ahujii na prve priemyselne vyuzitie

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

1 48 000,00
1 744 047,85
1 27 327,30
1 55 589,49
1 28 357,20
1 185 298,30
1 1655 128,33

48 000,00

744 047,85

27 327,30

55 589,49

28 357,20

185 298,30

1655 128,33

Ide hlavne o nasledovne licencie:

CAD Licence Tanner (Purchase): Vydavky spojene s nakupom alebo leasingom sady licencn
CAD programov na navrh a simulaciu elektronickych obvodov, v ktorej sa vyvjaju
polovodicove cipy. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B50 navysene o prislusni
inflacnu dolozku v harku Inflation. Vydavky sti planovane na rok 2024 a 2025.

CAD Maintenance Tanner (Annually): Vydavky za rocny aktualizacny a spravcovsky poplatok
za CAD licenciu, v ktorej sa vyvjaji polovodicove cipy. Porovnaj so schvalenym Funding
gapom bunka B51 navysene o prislusni inflacnt dolozku v harku Inflation. Vydavky st
planovane na rok 2024 a 2025, 2026

A ine

Ide hlavne o nasledovne licencie:

CAD Simulator Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease): Vydavky spojene s nakupom
alebo leasingom sady licencn CAD programov na navrh a simulaciu elektronickych obvodov, v
ktorej sa vyvjaju polovodicove cipy. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B52
navysene o prislusnt inflacnt dolozku v harku Inflation. Vydavky sii planovane na roky 2024,
2025 a 2026

CAD Layout Editor Licence (Purchase) (Juspertor): Nakup CAD programovych licencn, v
ktorych sa vyvjaju a navrhujiu polovodicove cipov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom
bunka B53 navysene o prfslusnii inflacnt dolozku v harku Inflation. Vydavok je planovany na
rok 2024, 2025 a 2026

CAD Layout Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease): Vydavky spojene s nakupom alebo
leasingom sady licencn CAD programov na navrh a verifikaciu fyzikalnych masiek
polovodicovych cipov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B54 navysene o
prfslusnii inflacnii dolozku v harku Inflation. Vydavky st planovane na roky 2024, 2025 a 2026
CAD Cadence/Synopsys/Mentor other licences (Lease): Vydavky spojene s nakupom alebo
leasing CAD programovej licencie, v ktorej sa vytvaraji navrhy cipov. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B55 navysene o prfslusnii inflacnii dolozku v harku Inflation. Vydavok
je planovany na roky 2024, 2025 a 2026.

Vydavky spojene s nastavemm a iidrzbou siete vypoctovej techniky prepojenej so serverom,
idrzba licencn alebo instalacia novych programov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom
bunka B58 navysene o prfslusnii inflacnii dolozku v harku Inflation. Vydavky su planovane na
rok 2024 a 2025.

Nakladova skupina podl'a struktiry Funding gapu

Vydavky spojene s obstaramm digitalneho HDL dizajnu a jej naslednej implementacie v FPGA
podl'a specifikacie CTSD systemu. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B64
navysene o prfslusni inflacnt dolozku v harku Inflation. Vydavky st planovane na rok 2024 a
2025

Vydavky spojene vyvojom (HW & SW) avyrobou na mieru vyhotovenej sady meracfch alebo
testovacfch dosiek sliziacich na evaluaciu a testovanie u zakaznika alebo v laboratoriu,
vratane nakupu elektronickych a mechanickych siiciastok a ich osadenie na doskach.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B65 navysene o prfslusnii inflacnt dolozku v
harku Inflation. Vydavky st planovane na rok 2024 a 2025.

Vydavky spojene s obstaramm podpornych vedeckych sluzieb. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B67 navysene o prfslusnii inflacni dolozku v harku Inflation. Vydavky
sii planovane na rok 2024 a 2025.

Nakladova skupina podl'a struktiry Funding gapu

Personal, ktory sa planuje zamestnat' na trvaly pracovny pomer.

Vydavky za pracu personalu pracujiiceho na 18 pracovnych pozfciach na zaklade pracovneho
pomeru alebo dohod mimo pracovneho pomeru za obdobie realizacie projektu kumulatfvne
(popis cinnostfa kompetencif vykonavanych v ramci realizacie projektu je popfsany v

personalnej matici projektu).
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f2) Freelancers

Design Engineers

Layout engineer (technik)

Technical Lead - Layout Engineer

g) Ostatne poskytovane sluzby/Otherservices provided

Design Engineers

Public Procurement Specialist

e) personalne a administrativne vydavky (vratane
rezijnych nakladov), ktore vznikli priamo v dosledku
vyskumno - vyvojovo - inovacnych cinnosti, vratane projekt 1 211 656,06
tych vyskumno - vyvojovo - inovacnych cinnostf, ktore

sa vzt'ahuju na prve priemyselne vyuzitie

e) personalne a administratfvne vydavky (vratane
rezijnych nakladov), ktore vznikli priamo v dosledku
vyskumno - vyvojovo - inovacnych cinnosti, vratane projekt 1 100 000,00
tych vyskumno - vyvojovo - inovacnych cinnostf, ktore

sa vzt'ahuju na prve priemyselne vyuzitie

e) personalne a administratfvne vydavky (vratane
rezijnych nakladov), ktore vznikli priamo v dosledku
vyskumno - vyvojovo - inovacnych cinnosti, vratane projekt 1 275 711,52
tych vyskumno - vyvojovo - inovacnych cinnostf, ktore

sa vzt'ahuju na prve priemyselne vyuzitie

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny

vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo

projekt 1 360 704,97

licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske
sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny

vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo

projekt 1 161 608,10

licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske
sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

211 656,06

100 000,00

275 711,52

360 704,97

161 608,10

Personal, ktory sa neplanuje zamestnat' na trvaly pracovny pomer naptiklad z dovodu
nedostatku kvalifikovanych pracovrnkov alebo kratenia projektoveho rozpoctu v pociatocnej
faze.

Vydavok za sluzby "Design Engineers" (technicka expertfza v oblasti dizajnu navrhov cipu)
poskytovane dodavatel'sky za obdobie realizacie projektu. Navrhuje elektronicke obvody a
schemy jednotlivych blokov (zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referecneho napétia,
zdroje hodinoveho taktu: clock, zdroje napajania prudom: current biasing) a nasledne
simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD
software (SPICE simulator) a iterativne zlepsuje tieto elektronicky obvody. Spolupracuje s
Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre nim navrhnute obvody/bloky a tiez
overuje zhorsenie vlastnosti obvodov po generovani R,L,C parazitnych elementov a tym
zodpoveda za spravnost a funkcnost svojho elektronickeho obvodu. Porovnaj so schvalenym

Funding gapom bunka B71 navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v harku Inflation

Vydavky spojene s nakupom na mieru vyvinuteho a nakresleneho layoutu pre specificke
cipove bloky. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B63 navysene o prfslusnu
inflacnu dolozku v harku Inflation. Vydavky su planovane na rok 2025 a 2026.

Vydavok za sluzby "Technical Lead - Layout Engineer" (technicka expertfza v oblasti navrhu
layoutu cipu) poskytovane dodavatel'sky za obdobie realizacie projektu. Navrhuje fyzikalne
masky (physical layout design) pre elektronicke obvody a schemy dodane navrharmi (Design
engineers) na urovnijednotlivych blokov (operacne zosilnovace, komparatori, filtre) ale i
celeho chipoveho systemu v spolupraci s Technical Lead - Design Engineer. Zodpoveda za
design checks: DRC (design rule check) a LVS, a za generovanie parazitnych R,L,C elementov
pomocou CAD software. Zodpoveda za definovanie poziadaviek na instalaciu CAD software a
PDK (process development kits) pre navrh layoutu, ako ispravne planovanie personalnych
zdrojov atiez dozera spolupracu vyvoja navrhom elektronickych obvodov so svojim
protejskom "Technical Lead -Design Engineer". Zodpoveda za spravnost a funkcnost celeho
systemu pred odovzdanim elektronickeho chipu do produkcie (MPW prototyping alebo
seriova vyroba) zo strany fyzikalnych masiek a ich generovania parazitnych R,L,C elementov.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B72 navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v
harku Inflation

Vydavok za sluzby "Design Engineers” (technicka expertfza v oblasti dizajnu navrhov cipu)
poskytovane dodavatel'sky za obdobie realizacie projektu. Navrhuje elektronicke obvody a
schemy jednotlivych blokov (zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referecneho napétia,
zdroje hodinoveho taktu: clock, zdroje napajania prudom: current biasing) a nasledne
simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD
software (SPICE simulator) a iterativne zlepsuje tieto elektronicky obvody. Spolupracuje s
Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre nim navrhnute obvody/bloky a tiez
overuje zhorsenie vlastnosti obvodov po generovani R,L,C parazitnych elementov atym
zodpoveda za spravnost a funkcnost svojho elektronickeho obvodu. Porovnaj so schvalenym

Funding gapom bunka B71 navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v harku Inflation

Vydavok za sluzby "Public Procurement Specialist” (oblast' poradenstva pre riadenie procesov
verejneho obstaravania/obstaravania) poskytovane dodavatelsky za obdobie realizacie
projektu. Zodpovedny za vykonavanie procesov spojenych s verejnym obstaravarnm.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B75 navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v
harku Inflation



Priloha c. 4 Zmluvy o poskytnut prostriedkov mechanizmu

IPCEI Coordinator

ManagementAccountant

FinancialAccountant/Biz. Dev

Technical Project Manager

Matlab-Simulink/Python/National Instruments licences

IT Infrastructure (network setup&maintenance)

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo
licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske
sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

d) vydavky na z"skanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo
licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske

sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo
licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske
sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo
licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske
sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo
licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske
sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo
licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske

sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

148 140,76

250 646,84

673 367,08

194 997,60

52 170,30

39 550,90

148 140,76

250 646,84

673 367,08

194 997,60

52 170,30

39 550,90

Vydavok za sluzby "IPCElI Coordinator" (oblast' riadenia IPCEI projektu) poskytovane
dodavatel'sky za obdobie realizacie projektu. Zodpoveda za koordinaciu komunikacie,
reportingu a vykazrnctva medzi MH a firmou Continium a zabezpecenie vsetkych nalezitosti.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B76 navysene o ptislusnu inflacnu dolozku v
harku Inflation

Vydavok za sluzby "Management accountant" (oblast'vedenia a riadenia uctovmctva)
poskytovane dodavatel'sky v obdobf realizacie projektu. Zodpovedny za interne uctovnfctvo,
reporting a manazment financnych ukazovatel'ov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom
bunka B77 navysene o ptislusnu inflacnu dolozku v harku Inflation

Vydavok za sluzby "Financial Accountant/Biz. Dev." (oblast' financneho riadenia a riadenia
rozvoja obchodu) poskytovane dodavatel'sky za obdobie realizacie projektu. Zodpovedny za
financne planovanie, tvorbu firemnej strategie a tvorbu odberatel'skych kanalov. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B78 navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v harku
Inflation

Vydavok za sluzby "Technical Project Manger" (oblast'technickeho riadenia projektu)
poskytovane dodavatel'sky za obdobie realizacie projektu. Definuje parametre a architekturu
navrhovaneho cipu (napr. A/D prevodrnka), robf navrh architektury systemu v matematickych
programoch (Matlab, Python) a optimalizuje jeho parametre (koeficienty spatnej vazby, sfrka
pasma, sum), definuje pod-bloky a definuje ich parametre (napr. zosilnenie, sfrka pasma,
maximalny sum a nelinearnost’, maximalna spotreba prudu) a overuje funkcnost' celeho
systemu na abstraktnej urovni pomocou behavioural simulation (VerilogA, VerilogAMS, VHDL-
AMS) pred jednotlivym navrhom elektronickych schem danych podblokov. Zodpoveda za
navrh elektronickych obvodov, schemy a ich layout (fyzikalny navrh masiek), zodpoveda za
spravnost’ a funkcnost' celeho systemu/cipu z hl'adiska simulacie fyzikalnych parametrov
(napr. v CAD software pomocou SPICE simulatora) a tiez za spravnost'v navrhu layoutu (napr.
pomocou CAD software pre DRC a LVS checks), za funkcnost' celeho systemu aj s ich realne
generovanymi parazitnymi R,L,C elementami, pred odovodzdarnm cipu do produkcie (MPW
prototyping alebo seriova vyroba). Diskutuje navrh systemu so zakazrnkmi alebo partnermi v
EU projekte, zodpoveda za reporting voci EU/Ministerstvu a pfse vedecke publikacie pre
konferencie a odborne casopisy. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B69

navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v harku Inflation

Vydavky spojene s nakupom programovych licencn na tvorbu matematickych
programovacfch modelov alebo ich simulacif e.g. Matlab, Python etc. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B49 navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v harku

Inflation. Vydavky su planovane na roky 2024, 2025 a 2026

Vydavky spojene s nastavernm alebo leasingom rozsfrenej sady licencn programov na navrh,
simulaciu alebo verifikaciu polovodicovych cipov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom
bunka B57 navysene o prfslusnu inflacnu dolozku v harku Inflation. Vydavky su planovane na
rok 2024 a 2025.



Priloha c. 4 Zmluvy o poskytnut prostriedkov mechanizmu

Feasibility study & chip tech selection

Layout Contract

Digital P&R Layout

Spolu opravnene vydavky projektu

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo
licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske

sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo
licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske

sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

d) vydavky na zfskanie, schvalenie a ochranu patentov
a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakupene alebo
licencovane z vonkajsfch zdrojov na zaklade zasady
trhoveho odstupu, ako aj vydavky na poradenske

sluzby a rovnocenne sluzby pouzite vylucne na projekt

projekt

projekt

projekt

30 000,00

250 000,00

350 000,00

30 000,00

250 000,00

350 000,00

6455 672,90

Ptipravna studia uskutocnitel'nosti k vyberu polovodicovej implementacnej technoldgii,
cenove atechnicke porovnanie technologiu Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B29 navysene o ptislusnu inflacnu dolozku v harku Inflation. Vydavok je planovany na rok
2024 a 2025.

Vydavky spojene s nakupom na mieru vyvinuteho a nakresleneho layoutu pre specificke
cipove bloky. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B63 navysene o ptislusnu

inflacnu dolozku v harku Inflation. Vydavky su planovane na rok 2024 a 2025.

Digital Place and Route je faza fyzickeho navrhu digitalneho integrovaneho obvodu, kde sa
logicke prvky automaticky umiestnuju na cip a nasledne sa medzi nimi vytvaraju metalicke
prepojenia. Proces zaana po synteze RTL kddu a jeho ciel'om je optimalizovat’ casovanie,
spotrebu energie a vyuzitie plochy. V casti "Place” sa urcuju presne pozfcie standardnych
buniek, zatial'co v casti "Route" sa realizuju fyzicke spoje medzi nimi. Dodrziavaju sa pritom
dizajnove pravidla a overuje sa spravnost navrhu pomocou DRC a LVS kontrol. Vysledkom je
layout vo formate GDSII, pripraveny na vyrobu cipu.



